RFID-Technologie trotz
Hochtemperaturumfeld im
Produktionsprozess

Nahezu jedes produzierende Unterneh-
men prift derzeit die Moglichkeiten des
RFID-Einsatzes. Ziel ist es, mit Unterstiit-
zung der RFID-Technologie Produktions-
prozesse schneller, sicherer, nachverfolg-
barer und kostengiinstiger zu machen.

Jeder Produktionsprozess stellt individuel-
le Anforderungen an die bendtigten RFID-
Schreib-Lesegerate und an die RFID-Da-
tentrager. Im Vorfeld sind daher zu prifen,
welche Lesereichweite notwendig wird,
die Anzahl der gleichzeitig zu erfassenden
RFID-Datentrager, die Einfliisse des metal-
lischen Umfeldes, verwendete chemische
Substanzen, ex-Schutz-Bereiche, Autokla-
vierprozesse, Platzangebot zur Anbrin-
gung der RFID-Datentrager, die bendtigte
Speicherkapazitat auf dem RFID-Chip, die
geplante Einsatzdauer/erwartete Lebens-
dauer und der Untergrund, auf dem der
RFID-Datentrager aufgebracht werden soll.
Aber auch andere im Unternehmen ver-
wendete kontaktlose Ubertragungstech-
nologien diirfen den RFID-Datenaustausch
nicht storen. Die herrschendenTemperatu-
ren wahrend der Produktion (Maximaltem-
peratur undTemperaturwechselzyklus), die
wirkenden mechanischen Belastungen und
die Schnittstellen zu der Produktionssteue-
rungssoftware missen ebenfalls exakt er-
mittelt werden.

Die unzahligen, bereits etablierten RFID-

Projekte im produktionstechnischen Um-

feld zeigen, dass fur fast alle Anforde-

rungen zuverlassige Losungen gefunden

wurden (z.B. bei der Werkstlicktrager-Kenn-

zeichnung), mit zwei Ausnahmen:

® Produktionsprozesse im Hochtempera-
turbereich

® Fertigungsstufen mit extremenTempe-
raturwechselzyklen.

Doch diese Umgebungen sind in vielen

Unternehmen anzutreffen:

® Lackierprozesse in der Automobilindu-
strie

® \eredelungsprozesse in der Stahlindus-
trie

® Beschichtungen in der Oberflachentech-
nik z.B. Kabelkanéale, Badewannen und
Heizkorper, um nur einige zu nennen.

Aufgrund des Mangels an hochtempera-
turbestandigen RFID-Datentragern werden
diese in der Regel vor dem heifen Produk-
tionsprozess abmontiert und danach wie-
der an dem zu identifizierenden Werkstuck
angebracht. Dies ist zeit- und kostenauf-
wandig und birgt zudem die Gefahr von
Verwechslung von Informationsliicken.
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Die Entwicklung von RFID-Datentragern
mit einem so extremen Belastungsprofil
macht es notwendig, jede einzelne Kompo-
nente des RFID-Datentréagers zu optimie-
ren. Chip, Antenne, Antennentragermate-
rial, Chipkontaktierung, Vergussmaterial,
aber auch Bauform und Anbringungsart
mussten auf die gewlinschte Temperatur-
bestéandigkeit von 300 Grad Celsius opti-
miert werden. Keine der genannten Be-
standteile sind standardmafRig am Markt
zu erhalten, sondern werden in einem auf-
wandigen Fertigungsprozess optimal auf-
einander abgestimmt und entsprechend
der zu erwartenden Temperaturbelastun-
gen veredelt.

RFID-Datentrager von smart-TEC kdnnen Hochtemperaturbereichen standhalten.

Um Applikationen im Grenzbereich zu ver-
meiden und trotz hoher Stlickkosten in ei-
nem akzeptablen Zeitraum einen ROl zu er-
zielen, wurde besonderes Augenmerk auf
die Maximaltemperaturbestandigkeit und
auf die dauerhafte Bestandigkeit inTempe-
raturwechselzyklen gelegt.
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